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W08a ASTRO-H衛星搭載硬X線イメージャー (HXI)の開発の現状 (V)
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ASTRO-H衛星搭載の硬 X線イメージャー (HXI:Hard X-ray Imager)は、スーパーミラーを用いた硬 X線望
遠鏡 (HXT)と組み合わせて 2セット搭載され、70–80 keVまでの帯域でこれまでより 1桁以上に優れた角度分解
能と 2桁優れた感度を実現する。HXIの撮像検出器部は、3.2 cm角、250 µmストリップピッチの両面シリコン
ストリップ検出器 (DSSD)を 4層と、同じ撮像領域、ストリップピッチを持つ両面ストリップ型のテルル化カド
ミウム (CdTe)半導体検出器で構成される。「すざく」衛星の硬X線検出器を踏襲した BGOシンチレータによる
アクティブシールドより、低バックグランド観測を実現する。
2010年春に基本設計審査 (PDR)を終え、現在、最終デザインに向けて、詳細設計を行っている。撮像検出器

部では、シリコン、CdTe半導体検出器とも、最終デザインと同じ構成の試作機の製作を行い、評価実験を実行
中である。本講演では、HXIの現在の進捗状況について、報告する。特に、最新のシリコン、CdTe半導体検出
器の試作機による評価実験の結果を報告するとともに、そこから導かれる詳細な観測性能について、議論する。


